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半導體國際連結創新賦能計畫

 113 年度核心實務學程技術主題公告 

◎技術主題

序號 開班單位(依筆劃排序) 課程名稱 

1 中華大學學校財團法人中華大學 中華大學 IC 應用工程師核心實務學程 

2 中華大學學校財團法人中華大學 中華大學先進製程積體電路佈局工程師核心實務學程 

3 平坦化應用技術協會 晶圓平坦化半導體製造設備工程師核心實務學程 

4 台灣車用電子協會 車載系統品質管理核心實務學程 

5 明新學校財團法人明新科技大學 IC 封裝工程師核心實務學程 

6 國立臺灣科技大學 臺科晶片佈局核心實務學程 

7 國立高雄科技大學 半導體設備工程師技能培訓核心實務學程 

8 國立高雄科技大學 IC 封測核心實務學程 

9 國立高雄大學 封裝智能化程式設計核心實務學程 


